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 近年の半導体デバイス加工では、ナノスケールの複雑な3次元構造の加工が要求さ

れている。この加工を実現するために、プラズマエッチング装置の加工形状制御機能

が強化されてきた。その一方で、制御パラメータの数が増加したため、目的の加工形

状を実現するためのパラメータ設定、すなわちレシピパラメータの最適化が難しくな

っている。 

そこで本研究では、エッチングプロセス開発の支援を目的として、機械学習を利用

したレシピ及びエッチング形状の最適化手法を開発した。その最初の結果として、750 

nm幅の溝パターンの垂直加工結果を得た[1]。一方、最先端デバイス加工で要求され

るナノスケールパターンのエッチングでは、パターン倒壊や消失が頻発するため、機

械学習を適用する際に必須となる学習データ取得が困難となる。この課題を解決する

ために、加工形状を推定可能な基礎データを利用する方法[2]、及びパターン倒壊の

場合においても取得可能なデータを活用する方法[3]の2つの手法を開発した。講演で

は、これら手法の詳細及びナノスケール加工の最適化結果を報告する。 
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